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摘要(译)

用于包装电子器件的组合物包含基质和具有水蒸汽吸附能力的吸附材
料，并且吸附材料包括绿坡缕石和/或沸石。通过添加具有吸附作用的凹
凸棒石和/或沸石来改变玻璃料的配方，用于包装电子器件的组合物可以
有效地减少水蒸气对电子器件的影响，从而有效地延长封装电子器件的
寿命。 。
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